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Vorwort

EBL 2012
Elektronische Baugruppen und Leiterplatten -
Hochentwickelte Baugruppen aus Europa

Integrationstechnologien auf der Baugruppenebene haben
zur Herstellung hochwertiger Systeme weltweit eine enorme
Vielfalt entwickelt. Getrieben wurde diese Entwicklung vor
allem durch Handheld-Geréte und die Mobilkommunikation.
Beispielhaft hierfiir stehen neueste Mobiltelefone (Smart
Phones), die mittlerweile fast alle mit Kamera, MP3-Player
sowie Internet- und Navigationsfunktionen angeboten wer-
den. Dieser Trend zur weiteren Steigerung des Produkt-
nutzens durch die Integration mikro- und nanotechnischer
L&sungen flhrte dazu, dass jetzt auch in weiteren Branchen
wie der Sicherheits-, der Energie- oder der Medizintechnik
eine zunehmende Nachfrage nach Produkten mit miniaturi-
sierter Sensorik, eigensténdiger Energieversorgung und
standardisierten Kommunikationsfunktionen zu verzeichnen
ist.

Grundsétzlich lassen sich dabei vier wesentliche Heraus-
forderungen ableiten, die maBgeblich die weitere Ent-
wicklung der Systemintegrationstechnologien mitbestim-
men:

- ein optimierter Miniaturisierungsgrad
multifunktionale Eigenschaften

- eine Verbesserung der Systemzuverlassigkeit und
- die optimale Integration in das Endprodukt.

Notwendig sind dafir Integrationstechnologien, die z.B.
kleinsten BaugrdBen, geringen Verlustleistungen, groBen
Frequenzbereichen, hohen Zuverlassigkeiten, niedrigen
Fertigungskosten und effizienter Testbarkeit auch bei kleinen
bis mittleren Stlickzahlen Rechnung tragen.

Es werden sich auch die Methoden und Herangehensweisen
von Forschung, Produktentwicklung und -fertigung andern
missen. Bei der Verschmelzung von Elektroniksystem und
Endprodukt ist die klassische Wertschdpfungskette nicht
mehr geeignet, wettbewerbsféhige Losungen zu generieren.
FUr die Baugruppenindustrie gilt es, die bislang weitest-
gehend als mechanischer und Verdrahtungstrager genutzte
Leiterplatte zur variabel ausfiihrbaren Funktionseinheit zu
entwickeln. Durch die Verbindung von modernsten Aufbau-
technologien und eine enge Kooperation mit dem System-

anwender sind ein anwendungsbezogener Materialeinsatz,
optimierte Prozesse, angepasste Testmethoden und eine
Lebensdauerbewertung zu vereinigen.

Durch ein in diesem Sinne erweitertes Verstéandnis der etab-
lierten Basistechnologien ist die Chance gegeben, diesen
zugegeben komplexen Ansatz auch kostenglnstig zu ver-
folgen.

Die Konferenz und Fachausstellung ,Elektronische Bau-
gruppen und Leiterplatten EBL" in Fellbach hat sich auch im
Rahmen hochwertiger Baugruppentechnologien und zu-
kinftiger Systemintegration als die filhrende Prasentations-
und Diskussionsplattform fur Fachleute und Neueinsteiger
im deutsch-sprachigen Raum etabliert. Aktuelle Entwick-
lungstrends und Praxisergebnisse werden durch Vortrage
aus Industrie und Wissenschaft umfassend nutzbar vorge-
stellt und die Kongressteilnehmer in die Diskussion einge-
bunden. Die begleitende Ausstellung mit neuesten Gerate-
und Prozessentwicklungen ermdglicht eine Einschétzung
der Umsetzungsmaoglichkeit fortschrittlicher Verfahren und
unterstiitzt zusatzlich den vertieften Erfahrungsaustausch
zwischen Forschern, Produktentwicklern und -fertigern so-
wie Dienstleistern.

Wir wirden uns sehr freuen, Sie in Fellbach zu treffen.
Dr. Udo Bechtloff Prof. Dr. Klaus-Dieter Lang

Vorsitzender der Wissenschaftlicher
Programmkommission Tagungsleiter
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Programm zur Tagung
Elektronische Baugruppen und Leiterplatten

14. Februar 2012

Hesse 1

Holderlinsaal

10:30 - 13:20 BegriiBung und Eréffnung
Leitung: U. Bechtloff und K.-D. Lang

10:30 BegriiBung und Einfiihrung

10:40 Keynote 1
Die Embeddingtechnologie und deren
Industrialisierung
H. Stahr, AT&S AG, Leoben, Osterreich,
A. Birkhold, Robert Bosch GmbH,
Schwieberdingen

11:20 Keynote 2
Anforderungen an Hochleistungs-
baugruppen: Leiterplattentechnologie
fir Automotive-Steuergerite
J. Benzler, Robert Bosch GmbH, Stuttgart

12:00 Keynote 3
Anforderungen an Hochvolt Elektronik
aus der Sicht eines Fahrzeugherstellers
A. Willikens, J. Freytag, J. Mahrle, W. Muller,
W. Unger, Daimler AG, Sindelfingen

12:40 Keynote 4
Aktuelle wirtschaftliche Lage und
Rohstoffsituation in der Elektroindustrie
A. Gontermann, ZVEI e.V., Frankfurt am Main

13:20 - 14:30 Mittagspause und Tabletop-Ausstellung

14:30 - 17:45 Zuverlassiges Systemdesign

14:30

14:55

15:20

15:45

16:30

16:55

17:20

19:00

Leitung: R. Schnabel, R. SchlieBer

Strombelastbarkeit von Layouts — Design,
Simulation und Messung

J. Adam, ADAM Research, Leimen;

M. Mitchell, Robert Bosch GmbH,
Schwieberdingen

Gestaltungsmaoglichkeiten von starr-
flexiblen Leiterplatten

M. Wille, Schoeller-Electronics GmbH,
Wetter

Sensitivitatsanalyse der Zuverlassig-
keitssimulation von Létverbindungen
beziiglich ihrer Eingangsparameter
mittels eines 3D Finite Elemente Modells
R. Greszczynski'?, D. Meyer", R. Lebrun?,
M. Nowottnick?

" Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen

2 Universitat Rostock

Kaffeepause und Tabletop-Ausstellung

Vergleich von Montagetechniken fiir
Hochtemperatursensoren

R. Zeiser, J. Wilde, Albert-Ludwigs-
Universitéat Freiburg - IMTEK

Zuverlassiges Systemdesign eines hoch-
komplexen Boards zur seriellen Hoch-
geschwindigkeitsdatenverarbeitung

S. DreBler, S.-H. VoB, J. Krlger, M. Barwolff,
P. Gregorius, Fraunhofer-Institut fur Nach-
richtentechnik, Heinrich Hertz-Institut, Berlin

Zuverlassige Elektronik in aggressiven
Medien - methodische Betrachtung

S. Rathgeber, E. Peter, A. Otto, Robert
Bosch GmbH, Schwieberdingen; J. Wilde,
Albert-Ludwigs-Universitéat Freiburg - IMTEK

Abendveranstaltung in den Foyers der
Schwabenlandhalle mit Verleihung des
»Best Paper Award“



Hesse 2

14:30 - 17:45 Leiterplattentechnologien

14:30

14:55

15:20

15:45

16:30

16:55

17:20

19:00

Leitung: A. Biener, C. WeiB

FPC - neue Anwendungsbereiche und
Modultechnologie

F. Hocklin, H. Braun, H. Schenk, Mektec
Europe GmbH, Weinheim

Aluminium in der Leiterplatte -
Fremdkorper oder Nutzbringer

C. Lehnberger, ANDUS ELECTRONIC
GmbH, Berlin

Von ganzheitlichen Warmelésungen bis
hin zu integrierten Steuer- und
Regelsystemen - IMS Technologie von
Morgen

N. Krutt, FELA Holding GmbH, Villingen-
Schwenningen

Kaffeepause und Tabletop-Ausstellung

Starrflexible Leiterplatten heute
C. Kalkmann, ILFA GmbH, Hannover

Leiterplatten als Tragersubstrate fiir das
Millimeterband

J. Schauer, R. Fiehler, KSG Leiterplatten
GmbH, Gornsdorf

Vorteile der Laserdirekt-Belichtung bei
der Herstellung von impedanzkontrollier-
ten Leiterplatten

N. Wittenberg, F. Hattenbauer, ggp-
Schaltungen GmbH, Osterode

Abendveranstaltung in den Foyers der
Schwabenlandhalle mit Verleihung des
»Best Paper Award“

Morike

14:30 - 17:45 Entwicklungstendenzen der

14:30

14:55

15:20

15:45
16:30

16:55

17:20

19:00

Systemintegration
Leitung: M. Nowottnick, J. Stahr

Ultradiinne Chips in flexibler Elektronik

S. Endler, E. A. Angelopoulos, S. Ferwana,
M. U. Hassan, C. Harendt, J. N. Burghartz,
Institut flr Mikroelektronik Stuttgart

Flexible Schaltungstrager mit eingebette-
ten, flexiblen ICs

A. Kugler, Robert Bosch GmbH, Waiblingen;
C. Harendt, H. Rempp, Institut fir Mikroelek-
tronik Stuttgart; J. Kostelnik, J. Wolf, Wirth
Elektronik GmbH & Co. KG, Rot am See

Einbettung von Ultraschallwandlern- und
Elektroniksystemen in CFK-Strukturen fiir
die sensorische Strukturiiberwachung

B. Boehme"; M. Roellig"?; G. Lautenschlae-
ger"?; R. Franke®; J. Schulz?, K.-J. Wolter”

" Technische Universitat Dresden; ? Fraun-
hofer-Institut fur zerstérungsfreie Priifung
|ZFP-D, Dresden; ® IMA GmbH, Dresden

4 Cotesa GmbH, Mittweida

Kaffeepause und Tabletop-Ausstellung

Elektro-optische Leiterplatte
F. Betschon, vario-optics ag, Heiden, Schweiz

Fertigungstechnik fiir diinnglasbasierte,
hybride elektro-optische Leiterplatten:
elektrische Durchkontaktierung, optische
Wellenleiter, Freistellungen und Mehr-
lagenverpresssung

H. Schréder, N. Arndt-Staufenbiel, L. Brus-
berg, Fraunhofer-Institut fir Zuverldssigkeit
und Mikrointegration 1ZM, Berlin;

K. Richlowski, Contag GmbH, Berlin

Flexible Mikroverdrahtungsstrukturen fiir
implantierbare Elektroden

R. Schmidt, M. Zwanzig, M. Seckel, T. Loher,
Technische Universitét Berlin; A. Wirth,
Fraunhofer-Institut fur Zuverlassigkeit und
Mikrointegration 1ZM, Berlin; D. Marcos,
Universitat Pamplona, Spanien

Abendveranstaltung in den Foyers der
Schwabenlandhalle mit Verleihung des
»Best Paper Award“



15. Februar 2012

Hesse 1
08:30 - 10:10 Substrate und Bauelemente
Leitung: R. Schulze, K. Wundt
08:30 Basismaterialien fiir Leiterplatten - Ent-
wicklungen bei Harzen, Glasgeweben
und Kupferfolien
S. Ehrler, Multilayer Technology GmbH & Co.
KG, Boblingen
08:55 Hochfrequenz-Packaging-Substrate auf
Basis von LCP
M. Hauer, D. Schulze, Dyconex AG,
Bassersdorf, Schweiz
09:20 Klimarobuste Leiterplatten fiir Elektro-
antriebe
H. Trageser, Conti Temic Microelectronic
GmbH, Nurnberg
09:45 Flachbaugruppen mit thermischen
Anbindungen fiir die Automobilelektronik:
Ho6chste Anforderungen an Prozess- und
Priiftechnik
S. Egerer, ContiTemic microelectronic
GmbH, Ingolstadt; M. Eisenbarth, Continen-
tal Teves AG & Co. OHG, Frankfurt am Main
10:10 Kaffeepause und Tabletop-Ausstellung
10:55 - 14:50 Hochtemperatur/Leistungselektronik-
baugruppen
Leitung: M. Schneider-Ramelow, G. Schmitz
10:55 Verbindungstechnik fiir die
Leistungselektronik
M. Fehrenbach, Eutect GmbH, DuBlingen
11:20 Entwicklung und Erprobung kaltgasge-

spritzter Schaltungstrager fiir Leistungs-
elektronikanwendungen

E. Rastjagaev, J. Wilde, Albert-Ludwigs-
Universitat Freiburg - IMTEK; B. Wielage,

T. Grund, S. Kimmel, Technische Universitat
Chemnitz

10

11:45

12:10

12:35

13:35

14:00

14:25

Hesse 2

Alterungsverhalten bleifreier Zinnbasis-
lote im Temperaturbereich bis 200°C

T. Herberholz, A. Fix, Robert Bosch GmbH,
Schwieberdingen; M. Nowottnick,
Universitat Rostock

Prozessoptimierung beim Selektiviéten
fir Anwendungen in der Leistungs-
elektronik

S. Wege, Fraunhofer-Institut fur Zuverlassig-
keit und Mikrointegration 1ZM, Oberpfaffen-
hofen; H. Schimanski, Fraunhofer-Institut fir
Siliziumtechnologie ISIT, ltzehoe

Mittagspause und Tabletop-Ausstellung

Temperatur- und Létbestandigkeit von
Létstopplacken — wo sind die Grenzen
der Belastbarkeit?

M. Suppa, D. Schucht, Lackwerke Peters
GmbH & Co. KG, Kempen

AML-Technik - Integration von aktiven
und passiven Bauelementen in
Leiterplatten - Aktueller Stand der
Technologie 2012

T. Hofmann, Hofmann Leiterplatten GmbH,
Regensburg

Schaltungskonzepte und Prozesstechnik:
Ergebnisse aus dem Forderprojekt VISA
Integration von Halbleiterbauelementen

T. Hofmann, S. Gottschling, B. Schuch, Con-
tinental AG, Competence Center Materials &
Packaging, Nurnberg; A. Neumann, Schwei-
zer Electronic AG, Schramberg; P. Sommer,
Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH

14:50 - 15:15

Zusammenfassung der Tagung
Schlussworte

U. Bechtloff und K.-D. Lang
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Hesse 2

08:30 - 14:50 Baugruppenfertigung und

08:30

08:55

09:20

09:45

10:10

10:55

11:20

11:45

Verbindungstechnik
Leitung: J. Mahrle, J. Denzel, J. Wilde

Sichere manuelle L6tprozesse an blei-
freien elektronischen Baugruppen

H. Schimanski, Fraunhofer-Institut fir
Siliziumtechnologie ISIT, ltzehoe

Erkenntnisse, Handlungsempfehlungen
und Verfahrenslimitierungen zur Nach-
arbeit und Reparatur elektronischer
Baugruppen

T. Lauer, Cassidian Electronics EADS
Deutschland GmbH, Ulm

Porenbildung auf der Endoberflache:
Modell und Einflussfaktoren

T. Ewald"?; N. Holle"; K.-J. Wolter?

" Robert Bosch GmbH, Stuttgart

4 Technische Universitat Dresden

Effekte von Beimengungen und Ver-
unreinigungen in bleifreien Loten und
Auswirkungen auf L6tprozesse

W. Kruppa, Stannol GmbH, Wuppertal

Kaffeepause und Tabletop-Ausstellung

Zuverlassigkeit von mittels Niedertem-
peraturverbindungstechnik gesinterten
Silberschichten

C. Frih, M. Gtinther, Robert Bosch GmbH,
Schwieberdingen; M. Nowottnick,
Universitat Rostock

Mikrowellenhartung von Beschichtungen
und Vergussmassen fiir elektronische
Baugruppen

M. Nowottnick, F. Bremerkamp, T. D. Bui,
Universitdt Rostock

3-D-Schablonentechnologie —
Schablonendruck auf Substraten mit
mehreren aktiven Ebenen

H. Grumm, Christian Koenen GmbH,
Ottobrunn

12

12:10

12:35

13:35

14:00

14:25

Hesse 2

Lotpastendruckversténdnis fiir den Pin-

in-Paste-Prozess

D. Meyer”, M. Wagner”, M. Beintner";

K. Meier?; A. Wonisch?®, T. Kraft¥

" Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen

2 Technische Universitat Dresden

9 Fraunhofer-Institut fir Werkstoffmechanik
IWM, Freiburg

Mittagspause und Tabletop-Ausstellung

Einsatz eines Diagnosesystems zur Opti-
mierung der Druckparameter im Pasten-
druckprozess

F. W. Nolting, diplan GmbH, Erlangen;

M. Roésch, J. Franke, Friedrich-Alexander-
Universitat Erlangen-Nurnberg

Zuverlassigkeit hochminiaturisierter Flip-
Chip-Baugruppen mit Leiterplatten in
Subtraktivtechnologie

R. Dohle, T. Friedrich, J. GoBler, MSE
GmbH, Berg; F. SchiiBler, Friedrich-
Alexander Universitat Erlangen-Nurnberg,
jetzt Siemens AG, Erlangen; G. Georgieyv,
KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf

Alternative Drahtwerkstoffe fiir den
Einsatz im Wedge/Wedge-Bond-Prozess
U. GeiBler, Technische Universitat Berlin;

E. Milke, Heraeus Materials Technology
GmbH & Co. KG, Hanau; M. Schneider-
Ramelow, Fraunhofer-Institut flr Zuver-
lassigkeit und Mikrointegration |ZM, Berlin

14:50 - 15:15

Zusammenfassung der Tagung
Schlussworte

U. Bechtloff und K.-D. Lang

13



Morike

11:20

08:30 - 12:35 Analyseverfahren, Prozess- und

08:30

08:55

09:20

09:45

10:10

10:55

Produktpriifung
Leitung: R. Dietrich, H. Wohlrabe

In-Circuit Test vs. Funktionstest oder

tiberhaupt testen?

H. Baka, M. Bader, Digitaltest GmbH,

Stutensee-Blankenloch 11:45

Experimentelle und numerische Unter-

suchungen zur Lebensdauerabschéatzung

von Durchkontaktierungen in Leiter-

platten

R. Schacht'?, T. Nowak'?, H. Walter'?;

B. Wunderle*®; M. Abo Ras'®”; D. May'®;

O. Wittler'; K.-D. Lang'®

Y Fraunhofer-Institut fur Zuverlassigkeit und 12:35
Mikrointegration IZM, Berlin

4 Hochschule Lausitz University of Applied
Sciences, Senftenberg

¥ AMIC, Angewandte Micro-Messtechnik
GmbH, Berlin 13:35

Y Fraunhofer-Institut flr Elektrische Nano
systeme ENAS, Chemnitz

% Technische Universitat Chemnitz

9 Berliner Nanotest GmbH, Berlin
)
)

12:10

” Micro Materials Center Berlin e.V. 14:00
¥ Technische Universitat Berlin ’
Lebensdauerprognose von Loétstellen
E. Zukowski, D. Pustan, J. Wilde, Albert-
Ludwigs-Universitat Freiburg - IMTEK

Lebensdauervorhersage fiir Lotstellen mit
der X-FEM
A. Menk, O. Lanier, Robert Bosch GmbH,
Gerlingen
14:25
Kaffeepause und Tabletop-Ausstellung

3D - Lotpasteninspektion - closed loop
Regelung mit Schablonendrucker
U. Schulze, Zollner Elektronik AG, Zandt

13:35 - 14:50

Hesse 2

Zuverlassigkeitsbewertung neuer Leiter-

plattentechnologien auf Basis der Online-

Widerstandsmessung im Temperatur-

wechseltest

S. Frihauf’; D. Grumbach?, E. Leske?;

K. Schmieder?; U. Weber?; K. Weise"

" KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf

2 L WS Mess- und Labortechnik GmbH,
Radeburg

Automatische Optische Inspektion (AOI,
AXIl) in der Elektronikfertigung

P. Wolflick, Conti Temic microelectronic
GmbH, Nurnberg

Die Korrosion von Kupfer durch
Schadgas-Gemische

G. Vogel, Siemens AG, Amberg;

S. Schwindl, Hochschule Amberg-Weiden

Mittagspause und Tabletop-Ausstellung

Substrate und Bauelemente
Leitung: R. Schulze, K. Wundt

Stoffschliissige Verbindungsqualitat
durch Benetzungseigenschaften von
bleifreien Lotpasten

J. Trodler, Heraeus Materials Technology
GmbH & Co. KG, Hanau

Das Phanomen der effektiv negativen
thermischen Dehnungskoeffizienten an
DCB-Substraten fiir Leistungsanwen-
dungen

R. Dudek, Fraunhofer-Institut fiir Elektro-
nische Nanosysteme ENAS, Chemnitz;

J. Hammacher, CWM GmbH, Chemnitz;
R. Kohl, B. Schuch, Continental AG, Com-
petence Center Materials & Packaging,
Nurnberg

Zuverlassigkeitssteigernde MaBnahmen
fiir die Chip-On-Board Technologien
durch die Vermeidung von Chipbriichen
M. Steiert, J. Wilde, Albert-Ludwigs-
Universitat-Freiburg - IMTEK

14:50 - 15:15

14

Zusammenfassung der Tagung
Schlussworte

U. Bechtloff und K.-D. Lang

15



Allgemeine Hinweise

Informationen zur Tagung

VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und
Feinwerktechnik (GMM)

Ansprechpartner:

Dr. Ronald Schnabel
Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt
Telefon: 069 6308-227

Fax: 069 6308-9828

E-Mail: gmm@vde.com

URL: http://www.ebl-fellbach.de

Tagungsorganisation (Anmeldung)
Bei Fragen zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an:

VDE-Konferenz Service
Stresemannallee 15

60596 Frankfurt am Main

Telefon: 069 6308-229

Telefax: 069 9631 5213

E-Mail: vde-conferences@vde.com
URL: http://www.vde.com

Anmeldung

Die Anmeldung zur Fachtagung ,,Elektronische Baugruppen
und Leiterplatten EBL 2012“ erfolgt Uber den VDE-Kon-
ferenz Service. In der Heftmitte befindet sich ein Formular fir
die Anmeldung. Die Reservierung erfolgt in der Reihenfolge
der Anmeldungen und erst nach vollstandiger Bezahlung
des Tagungsbeitrags.

Unter www.ebl-fellbach.de kdénnen Sie sich auch online
anmelden.
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Teilnahmegebiihren

(einschlieBlich Tagungsband, Mittagsimbiss, Abendveran-
staltung und Pausengetréanke)

Anmeldung Anmeldung
bis 16.01.2012 nach dem 16.01.2012

Nichtmitglied € 680,00 € 760,00
Mitglieder * € 620,00 € 700,00
Vortragende, € 350,00 € 430,00
Diskussionsleiter,
Mitglieder
Programmkommission
Aussteller Tabletop™* € 270,00 € 320,00
Student € 100,00 € 170,00

(ohne Tagungsband)

* Mitglieder: 3-D MID, DVS, EIPC, EITI, FED, GfKORR,
VDE, VDI, VdL, VDMA, ZVEI

** Aufpreis fUr Standpersonal, das zuséatzlich die
Veranstaltung besuchen méchte

Ermé&Bigung nur bei Ubersendung einer Kopie des Mitglieds-
bzw. Studentenausweises!

Bezahlung der Teilnahmegebihr

Bitte Uberweisen Sie die Teilnahmegeblhr erst nach Erhalt
der Anmeldebestétigung auf das angegebene Konto. Bei der
Uberweisung sind unbedingt der Name des Teilnehmers und
die Rechnungs-Nr. anzugeben.

Hinweis: Die verbindliche Reservierung fiur die Tagung
erfolgt erst nach Eingang lhrer Zahlung! Teilnehmer, die sich
erst vor Ort anmelden, missen damit rechnen, dass kein
Tagungsband ausgehandigt werden kann.

Stornierung

Bei Stornierung bis zum 16.01.2012 wird die Teilnahme-
gebuhr abziglich € 50,- fir Bearbeitungskosten zuriicker-
stattet; bei Stornierung nach diesem Zeitpunkt kann eine
Ruckerstattung der Teilnahmegebihr nicht mehr vorgenom-
men werden. Der Tagungsband wird dann nach der Ver-
anstaltung zugesandt. Es ist jedoch méglich, einen Ersatz-
teilnehmer zu benennen.
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Zimmerreservierungen

Unter dem Stichwort ,,EBL 2012“ stehen in den nachste-
henden Hotels Zimmerkontingente auf Abruf bis zum
12.01.2012 zur Verflgung:

Classic Congress Hotel

Tainer StraBe 7-9 (direkt bei der Schwabenlandhalle)
70734 Fellbach/Stuttgart

Tel.: 0711 5859-0,

Fax: 0711 5859-304

E-Mail: reservierung@cch-bw.de

Der Preis fur ein Einzelzimmer mit Frihstlick betragt
€ 125,00 pro Nacht in der Komfort-Kategorie und
€ 115,00 in der Standard-Kategorie

Weitere Informationen wie Lage und Anfahrt finden Sie
unter: http://www.cch-bw.de/

Hotel Hirsch

Fellbacher StraBe 2-6,

70736 Fellbach-Schmiden

Tel.: 071195 13-0,

Fax: 0711518 1065

E-Mail: Info@Hirsch-Fellbach.de

Der Preis fir ein Einzelzimmer mit Frihstlck betragt € 69,00
pro Tag.

Weitere Informationen wie Lage und Anfahrt finden Sie
unter: www.hotel-hirsch-fellbach.de

Hotel Kleines Ritz

Ohmstr. 3/ Ecke HertzstraBe
70736 Fellbach

Tel.: 0711 8388 999-0

Fax: 0711 8388 999-77
E-Mail: mail@dasritz.de

Der Preis fur das Einzelzimmer betrdgt € 75,00 inklusive
FrUhstlck.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dasritz.de
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Registrierung

Sie erhalten lhren Tagungsausweis und Ihre Tagungsunter-
lagen zu den Offnungszeiten des Tagungsbiros in der
Schwabenlandhalle Fellbach.

Tagungsbiiro

Das Tagungsbiiro befindet sich bis 13.02.2012 bei dem

VDE-Konferenz Service
Stresemannallee 15

60596 Frankfurt am Main

Telefon: 069 6308-229

Telefax: 069 9631 5213

E-mail: vde-conferences@vde.com
URL:  http://www.vde.com

und ab 14.02.2012 in der Schwabenlandhalle Fellbach

Offnungszeiten des Tagungsbiiros vor Ort

Das Tagungsbiiro befindet sich in der Schwabenlandhalle
und ist zu folgenden Zeiten gedffnet:

14. Februar 2012 09:00 - 18:00 Uhr
15. Februar 2012 08:00 - 16:00 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit wahrend der Tagung

Ab 14.02.2012 befindet sich das Tagungsbiro in der
Schwabenlandhalle in Fellbach. Das Tagungsbdiro erreichen
Sie dann unter:

Telefon: 0171 4695 118 (Dr. R. Schnabel)

Tagungsort

Schwabenlandhalle Fellbach
Tainerstr. 7
70734 Fellbach

Telefon: 0711 5756-10

Fax: 0711 5756 -111

E-Mail: info@schwabenlandhalle.de
URL:  http://www.schwabenlandhalle.de
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Anfahrt zur Schwabenlandhalle Fellbach

mit dem Auto:

A8 aus Richtung Karlsruhe: am Kreuz Stuttgart auf die A81
abbiegen in Richtung Heilbronn bis Ausfahrt Ludwigsburg
Sid, Uber Remseck nach Fellbach

mit der Bahn:

vom Hauptbahnhof Stuttgart fahren Sie mit der Stadtbahn
U9 Richtung Hedelfingen oder U14 Richtung Remseck bis
Haltestelle Staatsgalerie. Dort steigen Sie um in die
Stadtbahn U1, die direkt vor dem Haupteingang der
Schwabenlandhalle halt (Haltestelle ,Schwabenlandhalle®).

mit dem Flugzeug:

der Flughafen Stuttgart liegt etwa 20km entfernt. Von dort
nehmen Sie die S-Bahn-Linien S2 oder S3 bis zum
Hauptbahnhof, die Weiterfahrt erfolgt mit der Bahn wie oben
beschrieben

Parkméglichkeiten

In unmittelbarer Nahe sind reichlich Parkplatze vorhanden:
Die Tiefgarage umfasst 200 Stellpldtze und oberirdisch ste-
hen zudem etwa 450 Platze zur Verfligung. Ein paar Schritte
entfernt bietet die Tiefgarage ,,Stadtmitte” mit 150 Platzen
noch weitere Kapazitaten.

Abendveranstaltung mit Verleihung ,,Best Paper Award*

Dienstag, 14. Februar 2012, 19:00 Uhr in den Foyers der
Schwabenlandhalle.

Der DVS und die GMM laden alle Tagungsteilnehmer zu
einem BegriiBungsabend mit Imbiss und Getrénken ein.
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Tabletop-Ausstellung

Im Rahmen der Tagung wird wieder Firmen und Instituten
die Moglichkeit geboten, ihr Produkt- und Dienstleistungs-
angebot in Form einer Tabletop-Ausstellung einem breiten
Fachpublikum zu prasentieren.

Bislang sind folgende Aussteller registriert:

Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG

Dage Deutschland GmbH

Eutect GmbH

LaserJob GmbH

OPTIMUM datamanagement solutions GmbH

Optiprint AG

STANNOL GmbH

SYSTRONIC Produktionstechnologie GmbH & Co KG

XYZTEC b.V.

Nutzen auch Sie die Gelegenheit!

Aus den Bereichen Forschung, Entwicklung und Ferti-
gung sprechen Sie Fachleute — vom Wissenschaftler
bis hin zum Anwender — direkt an. Aufgrund der posi-
tiven Resonanz der letzten Veranstaltung und der
rdumlichen Begrenzung ist es empfehlenswert, sich
schon frihzeitig einen Ausstellungstisch zu reservie-
ren.

Herr Dr. Schnabel, VDE/VDI-GMM, steht Ihnen fir wei-
tere Auskinfte gerne zur Verfigung.
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Elektronische Baugruppen und Leiterplatten
EBL 2012

Dienstag, 14.02.2012

I T Y

Mittwoch, 15.02.2012

I T Y

08:30
Substrate ETETRE Analyseverfahren,
fertigung und
und p Prozess- und
Bauelemente VENET IS Produktpriifun
technik P 9
10:10
10:30 Kaffeepause
Hélderlinsaal 10:55
Hocht_emperatur/ Balfgruppen- Ml i
. . Leistungs- fertigung und Prozess- und
BegriiBung und Er6ffnung elektronik- Verbindungs Produktoriifun
baugruppen technik P 9
12:35
Mittagspause
13:20 13:35
Mittagspause Hochtemperatur/| Baugruppen-
Leistungs- fertigung und Substrate und
14:30 elektronik- Verbindungs Bauelemente
e baugruppen technik
S . ntwicklungs- .
L | - 14:50
guverlassges eiterp attgn tendenzen der
ystemdesign technologien S . ‘ Hesse 2: Zusammenfassung / Schlussworte
ystemintegration 15:15
15:45
Kaffeepause
16:30
Zuverlassiges Leiterplatten- ,ir:‘txz:::nng:;
Systemdesign technologien Systemintegration
17:45
19:00

Abendveranstaltung

mit Verleihung des ,,Best Paper Award“
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PARTNER

s &3

1ZM

GfKORR

VDI|VDE|IT

ZVEl:

Productronic

Titelbild:
Hochfrequenzbaugruppe in COB-SMD-Technologie (Kooperation Fraunhofer
1ZM, Humboldt Universitét Berlin, IHP Frankfurt)



